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Aluminum
（A6063）

Coolie

一般半導体
封止材

PPE複合材

Injection

Cool

クラスターテクノロジー株式会社

・熱伝導率がエポキシ樹脂の３０倍 熱伝導率６W/m・K

・電気絶縁性が良好 比抵抗1.6×1016Ω・㎝ 絶縁破壊強さ12kV/㎜

・射出成形が可能 トランスファー成形にも対応可能

・線膨張係数が小さい 17ppm（1.7×10-5／K）

・お客様のご用途によりカスタマイズ 本材料は開発ベースの一例でありお客様用途にカスタマイズ

開発中 PR商品

住友大阪セメント株式会社殿 共同開発

熱伝導性

絶縁高熱伝導な精密部品が

生産性の高い射出成形により対応可能

熱電対をつけ、1６0℃に熱したSUSブロックを

各材料基板（□80㎜×5.0㎜ｔ）の基板中心に置き

SUSブロックの冷却時間を測定

熱体冷却性

Application
・LED照明部品 ・高出力レーザ部品

・パワーデバイス半導体封止材料・コイル封止材料・モーター部品

・自動車関連部品・電子部品 全般 etc.

熱源170℃に置いた銅ブロック上に、

各材料基板（□80㎜×5.0㎜ｔ）を置き、

銅ブロックの端から30㎜離れた基板上の測定点が

45℃に到達するまでの時間を測定
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（A6063）

Coolie
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封止材

130sec

290sec

606sec

熱 が 伝 わ る 時 間

ホットプレート（170℃）

熱電対 熱電対

断熱板

Cu

ホットプレート（170℃）

熱電対 熱電対

断熱板

Cu

断熱材

熱電対耐熱テープ
（2重）

断熱材

熱電対耐熱テープ
（2重）



6.0 W/m･K定常法-熱流計法熱伝導率

145Pa･s175℃、高化式
FT粘度

30MPaISO527-1,2引っ張り強さ

0.40％ISO527-1,2引っ張りひずみ

53MPaISO178曲げ強さ

30100MPaISO178曲げ弾性率

0.27／0.24(MD/TD)％成形収縮率

1.9ｋJ/m2ISO179-1,2シャルピー衝撃

764J/kg･KJIS K7123比熱

＞280℃ISO75-1,2荷重たわみ温度

1.710-5/KISO11359-2線膨張率

HB相当UL94燃焼性

1.6×1016Ω･cmIEC60093比抵抗

12kV/mm短時間昇圧法絶縁破壊強さ

7.3容量法誘電率

3.05ISO1183比重

0.02％JISK7209吸水率

CC06

エポクラスター Coolie
単位試験方法特性

80sec～30sec～硬化時間

5～15sec2～6sec充填時間

～20cc/sec～30cc/sec充填速度

～100MPa～185MPa成形圧力

160～190℃160～190℃金型温度

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ 90～100℃80～100℃シリンダー温度

冷凍保存推奨材料保存

トランスファー成形射出成形

Properties

Molding condition
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